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(57) Abstract: Gripper for transporting an upright semiconductor wafer, comprising a flat body having a head portion and a foot portion,
which form a planar front side; arms, which extend from the head portion to spaced-apart ends in the foot portion; at end portions of
the arms, a supporting surface, which is arranged so as to be set back from the plane of the front side; and holding pins, which are
arranged on the end portions and are intended for establishing a clamping connection between the semiconductor wafer and the body,
characterized by a channel which follows an inner side of the arms, is made in the arms and terminates at edges, wherein the edges
are separated from the ends of the arms.
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(57) Zusammenfassung: Greifer zum Transportieren einer stehend angeordneten Halbleiterscheibe, umfassend einen flachen Kérper
mit einem Kopfabschnitt und einem FuBabschnitt, die eine ebene Vorderseite bilden; Arme, die sich vom Kopfabschnitt bis zu von-
einander beabstandeten Enden im Fufiabschnitt erstrecken; an Endabschnitten der Arme eine aus der Ebene der Vorderseite zuriickge-
setzte Stiitzfldche; und auf den Endabschnitten angeordnete Haltestifte zum Erzeugen einer klemmenden Verbindung zwischen der
Halbleiterscheibe und dem Kérper, gekennzeichnet durch eine einer Innenseite der Arme folgende Rinne, die in die Arme eingearbeitet
ist und an Kanten endet, wobei die Kanten von den Enden der Arme abgespreizt sind.



